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(57)摘要

本发明公开的一种半导体材料弯曲测试设

备，包括底座和设置在底座上部的连接框，还包

括施加中点弯曲检测下压力的按压组件、用于支

撑和对向调节支撑点位的对向调节组件、适用于

不同半导体材料支撑的检测支撑机构和用于显

示压力值的显示组件。本发明属于测试设备技术

领域，具体是一种根据半导体期间的弯曲试验方

法，使装置满足半导体器件两点和四点的弯曲试

验，同时适用于较厚的半导体材料器件和半导体

薄片的半导体材料弯曲测试设备。
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1.一种半导体材料弯曲测试设备，包括底座和设置在底座上部的连接框，其特征在于：

还包括施加中点弯曲检测下压力的按压组件、用于支撑和对向调节支撑点位的对向调节组

件、适用于不同半导体材料支撑的检测支撑机构和用于显示压力值的显示组件，所述按压

组件设于连接框中间处，所述对向调节组件设于底座相对内侧壁之间，所述检测支撑机构

设于对向调节组件上部且设于底座内，所述检测支撑机构呈对称设置，所述显示组件铰接

设于底座外侧壁中间处；

所述对向调节组件包括对向螺杆、滑杆、滑板和调节把手，所述对向螺杆可旋转设于底

座相对内侧壁中间处，所述对向螺杆的一端贯穿底座侧壁延伸至底座外侧，所述调节把手

设于对向螺杆延伸出底座的一端，所述滑杆设于底座相对内侧壁的两侧，所述滑杆以对向

螺杆为中心呈对称设置，所述滑板贯穿滑杆设于对向螺杆上，所述滑板与对向螺杆螺纹连

接，所述滑板呈对称设置。

2.根据权利要求1所述的一种半导体材料弯曲测试设备，其特征在于：所述检测支撑机

构包括压力传感器一、螺柱、连接环、支撑板和压力传感器二，所述压力传感器一设于滑板

上部中间处，所述螺柱螺纹连接于压力传感器上端面中心处，所述连接环螺纹连接于螺柱

上端外侧壁，所述支撑板设于连接环上端面两侧，所述支撑板呈弯折设置，所述支撑板以连

接环为中心呈对称设置，所述压力传感器二设于支撑板上端弯折处。

3.根据权利要求1所述的一种半导体材料弯曲测试设备，其特征在于：所述按压组件包

括按压杆、按压板和按压把手，所述按压杆一端贯穿连接框中间处设于连接框底部，所述按

压杆与连接框螺纹连接，所述按压把手设于按压杆上端，所述按压板可旋转设于按压杆底

部，所述按压板呈倒V型设置。

4.根据权利要求1所述的一种半导体材料弯曲测试设备，其特征在于：所述显示组件包

括显示壳体、显示屏和PCB控制板，所述显示壳体可旋转设于底座远离调节把手一侧侧壁中

间处，所述PCB控制板设于显示壳体内，所述显示屏设于显示壳体上部，所述显示屏呈等间

距排列设置，所述显示屏与PCB控制板电连接，所述压力传感器一与压力传感器二分别与

PCB控制板电链接。
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一种半导体材料弯曲测试设备

技术领域

[0001] 本发明属于测试设备技术领域，尤其涉及一种半导体材料弯曲测试设备。

背景技术

[0002] 半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域

都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。大部分的电子产品，如计算机、移动电话

或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。

[0003] 现有的一些半导体材料弯曲测试设备仅能针对单独形状的半导体材料进行弯曲

测试，即使能够适用于不同形状的半导体材料弯曲测试装置其结构复杂，测试装置通用性

较差。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本发明提供一种半导体材料弯曲测试设

备，根据半导体期间的弯曲试验方法，使装置满足半导体器件两点和四点的弯曲试验，同时

适用于较厚的半导体材料器件和半导体薄片。

[0005] 本发明采用的技术方案如下：一种半导体材料弯曲测试设备，包括底座和设置在

底座上部的连接框，还包括施加中点弯曲检测下压力的按压组件、用于支撑和对向调节支

撑点位的对向调节组件、适用于不同半导体材料支撑的检测支撑机构和用于显示压力值的

显示组件，所述按压组件设于连接框中间处，所述对向调节组件设于底座相对内侧壁之间，

所述检测支撑机构设于对向调节组件上部且设于底座内，所述检测支撑机构呈对称设置，

所述显示组件铰接设于底座外侧壁中间处；

[0006] 所述对向调节组件包括对向螺杆、滑杆、滑板和调节把手，所述对向螺杆可旋转设

于底座相对内侧壁中间处，所述对向螺杆的一端贯穿底座侧壁延伸至底座外侧，所述调节

把手设于对向螺杆延伸出底座的一端，所述滑杆设于底座相对内侧壁的两侧，所述滑杆以

对向螺杆为中心呈对称设置，所述滑板贯穿滑杆设于对向螺杆上，所述滑板与对向螺杆螺

纹连接，所述滑板呈对称设置。

[0007] 进一步地，所述检测支撑机构包括压力传感器一、螺柱、连接环、支撑板和压力传

感器二，所述压力传感器一设于滑板上部中间处，所述螺柱螺纹连接于压力传感器上端面

中心处，所述连接环螺纹连接于螺柱上端外侧壁，所述支撑板设于连接环上端面两侧，所述

支撑板呈弯折设置，所述支撑板以连接环为中心呈对称设置，所述压力传感器二设于支撑

板上端弯折处。

[0008] 进一步地，所述按压组件包括按压杆、按压板和按压把手，所述按压杆一端贯穿连

接框中间处设于连接框底部，所述按压杆与连接框螺纹连接，所述按压把手设于按压杆上

端，所述按压板可旋转设于按压杆底部，所述按压板呈倒V型设置。

[0009] 进一步地，所述显示组件包括显示壳体、显示屏和PCB控制板，所述显示壳体可旋

转设于底座远离调节把手一侧侧壁中间处，所述PCB控制板设于显示壳体内，所述显示屏设
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于显示壳体上部，所述显示屏呈等间距排列设置，所述显示屏与PCB控制板电连接，所述压

力传感器一与压力传感器二分别与PCB控制板电链接。

[0010] 采用上述结构后，本发明有益效果如下：本发明提出的一种半导体材料弯曲测试

设备，装置结构简单，便于使用，根据半导体材料的弯曲测试，对半导体材料底部实现两点

和四点支撑的压力监测，通过施加向下的按压力作用于半导体材料的中点，利用连接在各

个压力传感器一和压力传感器二的显示屏，观察半导体材料发生形变时各监测点的压力

值。

附图说明

[0011] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实

施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。

[0012] 图1为本发明提出的一种半导体材料弯曲测试设备的整体结构示意图；

[0013] 图2为本发明提出的一种半导体材料弯曲测试设备的检测支撑机构结构示意图；

[0014] 图3为本发明提出的一种半导体材料弯曲测试设备的主视图。

[0015] 在附图中：1、底座，2、连接框，3、按压组件，4、对向调节组件，5、检测支撑机构，6、

显示组件，7、对向螺杆，8、滑杆，9、滑板，10、调节把手，11、压力传感器一，12、螺柱，13、连接

环，14、支撑板，15、压力传感器二，16、按压杆，17、按压板，18、按压把手，19、显示壳体，20、

显示屏，21、PCB控制板。

具体实施方式

[0016] 如图1和图2所示，一种半导体材料弯曲测试设备，它包括底座1和设置在底座1上

部的连接框2，还包括施加中点弯曲检测下压力的按压组件3、用于支撑和对向调节支撑点

位的对向调节组件4、适用于不同半导体材料支撑的检测支撑机构5和用于显示压力值的显

示组件6，按压组件3设于连接框2中间处，对向调节组件4设于底座1相对内侧壁之间，检测

支撑机构5设于对向调节组件4上部且设于底座1内，检测支撑机构5呈对称设置，显示组件6

铰接设于底座1外侧壁中间处，检测支撑机构5对半导体材料进行两种方式的多点支撑，利

用按压组件3调整下压力，并施加于半导体材料中点，通过读取显示组件6的各点位压力传

感器数值实现半导体材料弯曲测试。

[0017] 如图1和图3所示，为了使装置适用于不同长度及大小半导体材料，同时能够实现

不同支撑点位的弯曲强度测试，对向调节组件4包括对向螺杆7、滑杆8、滑板9和调节把手

10，对向螺杆7可旋转设于底座1相对内侧壁中间处，对向螺杆7的一端贯穿底座1侧壁延伸

至底座1外侧，调节把手10设于对向螺杆7延伸出底座1的一端，滑杆8设于底座1相对内侧壁

的两侧，滑杆8以对向螺杆7为中心呈对称设置，滑板9贯穿滑杆8设于对向螺杆7上，滑板9与

对向螺杆7螺纹连接，滑板9呈对称设置，对向螺杆7的两端外侧壁为相反的正反螺纹，转动

调节把手10使，对向螺杆7转动时，使对称的滑板9在对向螺杆7的两端对向移动，同时两侧

的滑杆8增加滑板9移动时的稳定性，增加滑板9的支撑强度。

[0018] 如图1和图2所示，为了实现对半导体材料的不同支撑点位支撑及测试，检测支撑

机构5包括压力传感器一11、螺柱12、连接环13、支撑板14和压力传感器二15，压力传感器一

11设于滑板9上部中间处，螺柱12螺纹连接于压力传感器上端面中心处，连接环13螺纹连接
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于螺柱12上端外侧壁，支撑板14设于连接环13上端面两侧，支撑板14呈弯折设置，支撑板14

以连接环13为中心呈对称设置，压力传感器二15设于支撑板14上端弯折处，压力传感器一

11直接用于检测对称的按压板17之间的下压力，适用于较厚的半导体材料，实现两点支撑

测试，支撑板14横向弯折的一端连接的压力传感器二15适用于薄片型压力传感器，实现四

点支撑测试。

[0019] 如图1和图2所示，为了对半导体材料的中点实现可调节的下压力，按压组件3包括

按压杆16、按压板17和按压把手18，按压杆16一端贯穿连接框2中间处设于连接框2底部，按

压杆16与连接框2螺纹连接，按压把手18设于按压杆16上端，按压板17可旋转设于按压杆16

底部，按压板17呈倒V型设置，按压板17与对称的支撑板14将半导体材料定位，转动按压把

手18，使螺杆在连接框2中间处上下移动调节，实现按压板17的下压，对半导体材料的中间

施加下压力。

[0020] 如图2和图3所示，为了便于读取各个压力传感器一11和压力传感器二15所监测的

数值，显示组件6包括显示壳体19、显示屏20和PCB控制板21，显示壳体19可旋转设于底座1

远离调节把手10一侧侧壁中间处，PCB控制板21设于显示壳体19内，显示屏20设于显示壳体

19上部，显示屏20呈等间距排列设置，显示屏20与PCB控制板21电连接，压力传感器一11与

压力传感器二15分别与PCB控制板21电链接，显示屏20通过PCB控制板21与各个压力传感器

一11和压力传感器二15电连接，实现弯曲时的各支撑点压力值。

[0021] 具体使用时，操作人员转动调节把手10，调节对称的滑板9在对向螺杆7上的位置，

使半导体材料放置在两两对称的支撑板14上，根据不同尺寸或形状的半导体材料，可放置

于对称的支撑板14之间，通过压力传感器一11进行测试，还可放置在支撑板14横向弯折处，

通过压力传感器二15对各支撑点进行测试，转动按压把手18使按压板17下压，使下压力作

用于半导体材料的中点，最后当半导体弯曲时，通过显示屏20实现压力值的读取。

[0022] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以

理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。总而言之如果本领域的普通技术

人员受其启示，在不脱离本发明创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相

似的结构方式及实施例，均应属于本发明的保护范围。
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图3
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